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(54)实用新型名称

一种顶部出脚的叠层母排封装模组

(57)摘要

本实用新型涉及一种顶部出脚的叠层母排

封装模组，以基板（1）上走线层功率区与非功率

区的划分为基础，针对功率区应用顶部出脚的铜

排构成各个功率管脚，并具体设计独立铜排结

构、以及叠层铜排结构，针对非功率区应用顶部

出脚的Pin针（5）构成各个信号管脚，进而实现所

设计叠层母排封装模组，具有低寄生、效率更高、

电流能力更强的优点，并且在实际应用中，散热

更好、可靠性更好、组装更容易。
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1.一种顶部出脚的叠层母排封装模组，其特征在于：包括第一铜排（3）、第二铜排（4）、

各个芯片（2）、各个Pin针（5）、以及上表面布设走线层的基板（1），其中，基于基板（1）上走线

层划分为功率区、以及非功率区，各个芯片（2）分别布设连接于基板（1）上走线层的功率区；

进一步基于走线层的功率区划分为功率输入区、功率输出区，第一铜排（3）、第二铜排（4）依

次与功率输入区、功率输出区一一对应，第一铜排（3）以垂直于基板（1）表面的姿态、连接于

基板（1）上走线层对应的功率输入区，第二铜排（4）以垂直于基板（1）表面的姿态、连接于基

板（1）上走线层对应的功率输出区，由第一铜排（3）、第二铜排（4）构成各个功率管脚；各个

Pin针（5）分别以垂直于基板（1）表面的姿态、连接于基板（1）上走线层的非功率区的各个相

应连接点，由各Pin针（5）构成各个信号管脚。

2.根据权利要求1所述一种顶部出脚的叠层母排封装模组，其特征在于：所述第一铜排

（3）包括第一子铜排（3‑1）、第二子铜排（3‑2），第一子铜排（3‑1）、第二子铜排（3‑2）依次与

基板（1）上走线层功率输入区的功率正极输入区、功率负极输入区一一对应，第一子铜排

（3‑1）以垂直于基板（1）表面的姿态、连接于功率正极输入区，第二子铜排（3‑2）以垂直于基

板（1）表面的姿态、连接于功率负极输入区，第一子铜排（3‑1）与第二子铜排（3‑2）之间绝

缘。

3.根据权利要求2所述一种顶部出脚的叠层母排封装模组，其特征在于：还包括绝缘片

（6）、以及通过塑封或者灌封方式覆盖基板（1）走线层与各芯片（2）的外壳（7），所述第一子

铜排（3‑1）、第二子铜排（3‑2）、第二铜排（4）、以及各个Pin针（5）均凸出外壳（7）上表面预设

大于0的高度，绝缘片（6）置于第一子铜排（3‑1）与第二子铜排（3‑2）之间，且绝缘片（6）的底

端伸入外壳（7）内预设深度，以及在垂直于绝缘片（6）表面的方向上，第一子铜排（3‑1）的投

影、第二子铜排（3‑2）的投影均位于绝缘片（6）表面内。

4.根据权利要求3所述一种顶部出脚的叠层母排封装模组，其特征在于：所述第一子铜

排（3‑1）、第二子铜排（3‑2）、第二铜排（4）、以及各Pin针（5）的顶部分别设置贯穿其两面的

通孔，第一子铜排（3‑1）顶部通孔与第二子铜排（3‑2）顶部通孔彼此尺寸相同、且彼此位置

相对，绝缘片（6）上对应第一子铜排（3‑1）顶部通孔的位置设置通孔，且绝缘片（6）上通孔尺

寸小于第一子铜排（3‑1）顶部通孔尺寸，以及在垂直于绝缘片（6）表面的方向上，绝缘片（6）

上通孔的投影位于第一子铜排（3‑1）顶部通孔的投影内。

5.根据权利要求3或4所述一种顶部出脚的叠层母排封装模组，其特征在于：所述第一

子铜排（3‑1）与第二子铜排（3‑2）平行，且第一子铜排（3‑1）与第二子铜排（3‑2）分别设置于

绝缘片（6）的两面上。

6.根据权利要求2至4中任意一项所述一种顶部出脚的叠层母排封装模组，其特征在

于：所述各芯片（2）的各引脚分别通过铜Clip（8）连接基板（1）上走线层功率区各相应位置，

并且所述第一子铜排（3‑1）、第二子铜排（3‑2）、第二铜排（4）与各个铜Clip（8）之间绝缘，基

板（1）上走线层功率正极输入区中所设各芯片（2）上各引脚分别所连铜Clip（8）的另一端连

接走线层功率输出区各相应位置，走线层功率输出区中所设各芯片（2）上各引脚分别所连

铜Clip（8）的另一端连接走线层功率负极输入区各相应位置。

7.根据权利要求2至4中任意一项所述一种顶部出脚的叠层母排封装模组，其特征在

于：所述第一子铜排（3‑1）的底端、第二子铜排（3‑2）的底端、第二铜排（4）的底端分别均设

置至少两个铜弯折件（9），由各个铜弯折件（9）用于连接基板（1）上走线层的相应位置，其
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中，第一子铜排（3‑1）底端的各铜弯折件（9）、第二子铜排（3‑2）底端的各铜弯折件（9）分别

均折向第一子铜排（3‑1）与第二子铜排（3‑2）的外侧，第二铜排（4）底端各铜弯折件（9）折向

第二铜排（4）的两侧。

8.根据权利要求6所述一种顶部出脚的叠层母排封装模组，其特征在于：所述基板（1）

上走线层功率正极输入区中所设各芯片（2）及其所连各铜Clip（8）分别与功率输出区中所

设各芯片（2）及其所连各铜Clip（8）之间交错排布。

9.根据权利要求1所述一种顶部出脚的叠层母排封装模组，其特征在于：所述基板（1）

为陶瓷基板。
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一种顶部出脚的叠层母排封装模组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种顶部出脚的叠层母排封装模组，属于芯片封装技术领域。

背景技术

[0002] 大功率的功率模组技术持续演进，产生了很多的互连方式，大体划分为外部互联

与内部互联，其中外部互联主要有两种方式，顶部出脚如图1所示，侧边出脚如图2所示；内

部互连主要有引线键合如图3所示和铜片绑定如图4所示。

[0003] 如图1所示顶部出脚的模组，一般为固定孔阵列外壳+灌硅凝胶+PIN针的方式，电

流路径较短，设计较为灵活，无需额外的塑封模具，但是当电流较大的时候，Pin针直接和

PCB互连的方式会占用比较大的面积，同时寄生参数稍大一点；如图2所示侧边出脚的模组，

一般采用塑封+Pin+铜排的方式，电流路径较长，并且受限于塑封模具，设计稍微复杂一点；

如图3和图4所示内部互连方面，采用引线键合成本低，设计灵活，但寄生较大，对大电流的

适应性较差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种顶部出脚的叠层母排封装模组，采用

叠层铜排的方式从顶部出脚，结合内部布局，实现性能和可靠性最佳化。

[0005] 本实用新型为了解决上述技术问题采用以下技术方案：本实用新型设计了一种顶

部出脚的叠层母排封装模组，包括第一铜排、第二铜排、各个芯片、各个Pin针、以及上表面

布设走线层的基板，其中，基于基板上走线层划分为功率区、以及非功率区，各个芯片分别

布设连接于基板上走线层的功率区；进一步基于走线层的功率区划分为功率输入区、功率

输出区，第一铜排、第二铜排依次与功率输入区、功率输出区一一对应，第一铜排以垂直于

基板表面的姿态、连接于基板上走线层对应的功率输入区，第二铜排以垂直于基板表面的

姿态、连接于基板上走线层对应的功率输出区，由第一铜排、第二铜排构成各个功率管脚；

各个Pin针分别以垂直于基板表面的姿态、连接于基板上走线层的非功率区的各个相应连

接点，由各Pin针构成各个信号管脚。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案：所述第一铜排包括第一子铜排、第二子铜

排，第一子铜排、第二子铜排依次与基板上走线层功率输入区的功率正极输入区、功率负极

输入区一一对应，第一子铜排以垂直于基板表面的姿态、连接于功率正极输入区，第二子铜

排以垂直于基板表面的姿态、连接于功率负极输入区，第一子铜排与第二子铜排之间绝缘。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案：还包括绝缘片、以及通过塑封或者灌封方

式覆盖基板走线层与各芯片的外壳，所述第一子铜排、第二子铜排、第二铜排、以及各个Pin

针均凸出外壳上表面预设大于0的高度，绝缘片置于第一子铜排与第二子铜排之间，且绝缘

片的底端伸入外壳内预设深度，以及在垂直于绝缘片表面的方向上，第一子铜排的投影、第

二子铜排的投影均位于绝缘片表面内。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案：所述第一子铜排、第二子铜排、第二铜排、
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以及各Pin针的顶部分别设置贯穿其两面的通孔，第一子铜排顶部通孔与第二子铜排顶部

通孔彼此尺寸相同、且彼此位置相对，绝缘片上对应第一子铜排顶部通孔的位置设置通孔，

且绝缘片上通孔尺寸小于第一子铜排顶部通孔尺寸，以及在垂直于绝缘片表面的方向上，

绝缘片上通孔的投影位于第一子铜排顶部通孔的投影内。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案：所述第一子铜排与第二子铜排平行，且第

一子铜排与第二子铜排分别设置于绝缘片的两面上。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案：所述各芯片的各引脚分别通过铜Clip连接

基板上走线层功率区各相应位置，并且所述第一子铜排、第二子铜排、第二铜排与各个铜

Clip之间绝缘，基板上走线层功率正极输入区中所设各芯片上各引脚分别所连铜Clip的另

一端连接走线层功率输出区各相应位置，走线层功率输出区中所设各芯片上各引脚分别所

连铜Clip的另一端连接走线层功率负极输入区各相应位置。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案：所述第一子铜排的底端、第二子铜排的底

端、第二铜排的底端分别均设置至少两个铜弯折件，由各个铜弯折件用于连接基板上走线

层的相应位置，其中，第一子铜排底端的各铜弯折件、第二子铜排底端的各铜弯折件分别均

折向第一子铜排与第二子铜排的外侧，第二铜排底端各铜弯折件折向第二铜排的两侧。

[0012] 作为本实用新型的一种优选技术方案：所述基板上走线层功率正极输入区中所设

各芯片及其所连各铜Clip分别与功率输出区中所设各芯片及其所连各铜Clip之间交错排

布。

[0013] 作为本实用新型的一种优选技术方案：所述基板为陶瓷基板。

[0014] 本实用新型所述一种顶部出脚的叠层母排封装模组，采用以上技术方案与现有技

术相比，具有以下技术效果：

[0015] 本实用新型所设计一种顶部出脚的叠层母排封装模组，以基板上走线层功率区与

非功率区的划分为基础，针对功率区应用顶部出脚的铜排构成各个功率管脚，并具体设计

独立铜排结构、以及叠层铜排结构，针对非功率区应用顶部出脚的Pin针构成各个信号管

脚，进而实现所设计叠层母排封装模组，具有低寄生、效率更高、电流能力更强的优点，并且

在实际应用中，散热更好、可靠性更好、组装更容易。

附图说明

[0016] 图1是现有技术中顶部出脚模组设计示意图；

[0017] 图2是现有技术中侧边出脚模组设计示意图；

[0018] 图3是现有技术中引线键合设计示意图；

[0019] 图4是现有技术中铜片(Cu  Clip)绑定设计示意图；

[0020] 图5、图6是本实用新型设计顶部出脚的叠层母排封装模组的3D示意图；

[0021] 图7是本实用新型设计顶部出脚的叠层母排封装模组俯视区域划分示意图；

[0022] 图8是本实用新型设计顶部出脚的叠层母排封装模组侧视示意图；

[0023] 图9至图10是本实用新型设计顶部出脚的叠层母排封装模组中铜排底部结构示意

图。

[0024] 其中，1.  基板，2.  芯片，3.  第一铜排，3‑1.  第一子铜排，3‑2.  第二子铜排，  4. 

第二铜排，5.  Pin针，6.  绝缘片，7.  外壳，8.  铜Clip，9.  铜弯折件。
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具体实施方式

[0025] 下面结合说明书附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的说明。

[0026] 本实用新型设计顶部出脚的叠层母排封装模组，实际应用当中，如图5和图6所示，

具体设计包括第一铜排3、第二铜排4、各个芯片2、各个Pin针5、以及基于陶瓷基板上表面布

设走线层的基板1，其中，基于基板1上走线层划分为功率区、以及非功率区，各个芯片2分别

布设连接于基板1上走线层的功率区，如图7所示，进一步基于走线层的功率区划分为功率

输入区、功率输出区，第一铜排3、第二铜排4依次与功率输入区、功率输出区一一对应，第一

铜排3以垂直于基板1表面的姿态、连接于基板1上走线层对应的功率输入区，第二铜排4以

垂直于基板1表面的姿态、连接于基板1上走线层对应的功率输出区，由第一铜排3、第二铜

排4构成各个功率管脚；各个Pin针5分别以垂直于基板1表面的姿态、连接于基板1上走线层

的非功率区的各个相应连接点，由各Pin针5构成各个信号管脚。

[0027] 针对上述所设计叠层母排封装模组结构，在进一步的实际应用当中，分别就各个

局部进行具体设计，如图5、图6、图8所示，其中第一铜排3为叠层铜排结构，针对第一铜排3

具体设计包括第一子铜排3‑1、第二子铜排3‑2，第一子铜排3‑1、第二子铜排3‑2依次与基板

1上走线层功率输入区的功率正极输入区、功率负极输入区一一对应，第一子铜排3‑1以垂

直于基板1表面的姿态、连接于功率正极输入区，第二子铜排3‑2以垂直于基板1表面的姿

态、连接于功率负极输入区，第一子铜排3‑1与第二子铜排3‑2之间绝缘。

[0028] 实际应用中，针对第一子铜排3‑1与第二子铜排3‑2之间的绝缘设计，如图5、图6、

图8所示，具体设计加入绝缘片6，并配合加入通过塑封或者灌封方式覆盖基板1走线层与各

芯片2的外壳7，所述第一子铜排3‑1、第二子铜排3‑2、第二铜排4、以及各个Pin针5均凸出外

壳7上表面预设大于0的高度，绝缘片6置于第一子铜排3‑1与第二子铜排3‑2之间，且绝缘片

6的底端伸入外壳7内预设深度，以及在垂直于绝缘片6表面的方向上，第一子铜排3‑1的投

影、第二子铜排3‑2的投影均位于绝缘片6表面内；实际实施过程中，具体设计第一子铜排3‑

1与第二子铜排3‑2平行，且第一子铜排3‑1与第二子铜排3‑2分别设置于绝缘片6的两面上。

[0029] 实际实施中，针对各铜排进一步进行结构设计，如图5、图6所示，针对第一子铜排

3‑1、第二子铜排3‑2、第二铜排4、以及各Pin针5的顶部分别设置贯穿其两面的通孔，第一子

铜排3‑1顶部通孔与第二子铜排3‑2顶部通孔彼此尺寸相同、且彼此位置相对，绝缘片6上对

应第一子铜排3‑1顶部通孔的位置设置通孔，且绝缘片6上通孔尺寸小于第一子铜排3‑1顶

部通孔尺寸，以及在垂直于绝缘片6表面的方向上，绝缘片6上通孔的投影位于第一子铜排

3‑1顶部通孔的投影内。

[0030] 关于本专利申请文件所设计叠层母排封装模组的内部结构，实际应用当中，如图

5、图6所示，具体设计各芯片2的各引脚分别通过铜Clip8连接基板1上走线层功率区各相应

位置，并且所述第一子铜排3‑1、第二子铜排3‑2、第二铜排4与各个铜Clip8之间绝缘，基板1

上走线层功率正极输入区中所设各芯片2上各引脚分别所连铜Clip8的另一端连接走线层

功率输出区各相应位置，走线层功率输出区中所设各芯片2上各引脚分别所连铜Clip8的另

一端连接走线层功率负极输入区各相应位置。

[0031] 并且在铜排与基板1走线层的连接设计结构中，如图9和图10所示，具体设计第一

子铜排3‑1的底端、第二子铜排3‑2的底端、第二铜排4的底端分别均设置至少两个铜弯折件

9，由各个铜弯折件9用于连接基板1上走线层的相应位置，其中，第一子铜排3‑1底端的各铜
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弯折件9、第二子铜排3‑2底端的各铜弯折件9分别均折向第一子铜排3‑1与第二子铜排3‑2

的外侧，第二铜排4底端各铜弯折件9折向第二铜排4的两侧。

[0032] 并且在实际应用当中，关于走线层功率正极输入区中各器件布局设计、以及功率

输出区中所设各芯片2及其所连各铜Clip8中各器件布局设计，如图7所示，具体设计基板1

上走线层功率正极输入区中所设各芯片2及其所连各铜Clip8分别与功率输出区中所设各

芯片2及其所连各铜Clip8之间交错排布。

[0033] 上述技术方案所设计一种顶部出脚的叠层母排封装模组，以基板1上走线层功率

区与非功率区的划分为基础，针对功率区应用顶部出脚的铜排构成各个功率管脚，并具体

设计独立铜排结构、以及叠层铜排结构，针对非功率区应用顶部出脚的Pin针5构成各个信

号管脚，进而实现所设计叠层母排封装模组，具有低寄生、效率更高、电流能力更强的优点，

并且在实际应用中，散热更好、可靠性更好、组装更容易。

[0034] 上面结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但是本实用新型并不限于

上述实施方式，在本领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本实用新型

宗旨的前提下做出各种变化。
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图2

说　明　书　附　图 1/7 页

8

CN 222581166 U

8



图3

图4
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图5
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图6

图7
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图8
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图9
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图10
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